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１．概要（Summary ）： 

弊社では種々の貴金属のナノ粒子を開発している。

そこでその材料をエレクトロニクス実装に応用でき

ないかということで、早大に相談を行った。 
実際には、４インチシリコン及びガラスウエハ上に

形成した開発品サブミクロン Au 粒子パターンを用い

てウエハ同士を 200℃以下の低温で接合、その気密封

止状態の安定化に向けた実証実験、その結果に対する

技術相談を行った。 
ここで接合温度、加重、パターン形状のアドバイス

を実際に頂き、弊社に戻り評価実験を行った結果、形

成したパターン凹凸を標準偏差σ＜1um に制御可能

になり、４インチウエハレベルの気密封止安定性を得

ることが可能になった。 
 
２．実験（Experimental）： 
なし。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
なし。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
なし。 
 
６．関連特許（Patent）： 
なし。 
 
 


